
パワーエレクトロニクスシステム開発の上流工程では、パワエレ回
路制御応答検証などの仮想実験をシミュレーションする高速シミュ
レータ PLECSが威力を発揮します。

パワーエレ系開発エンジニアへのご提案

PLECS RT Box は最新鋭の汎用リアルタイムシミュレータです。32端子のアナログ入出力チャンネルと64端子のデジタル入出力
チャンネルが実装されており、1GHzのデュアルコアCPUが、ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）/ラピッド・コントロール・プロトタイピ
ング（RCP）のシミュレーションをリアルタイムに実行/処理します。 右図は、4台のRT-Boxを使用した系統連系モジュラーマルチ
レベルコンバータ（MMC）のリアルタイムシミュレーション環境です。

RT Boxに別売のアナログブレークアウトボードとデジタル
ブレークアウトボードを接続した場合

4台のRT-Boxを使用した系統連系モジュラーマルチレベルコ
ンバータ（MMC）のリアルタイムシミュレーション環境

【Wath’s New】
PLECS最新バージョン4.4マニュアル日本語訳を公開しました！
https://www.adv-auto.co.jp/products/plexim/ の「PLECS資料ダウンロード」より申請してください。



3次元的に実装部品サイズなどを考慮したノイズや熱の解析には、
弊社の有力商品である有限要素法汎用物理シミュレーション
ソフトウェア COMSOL Multiphysics が威力を発揮します。

パワーエレクトロニクスの開発の設計段階では、特に以下
のモジュールが該当します。
これらを組み合わせて連成解析することにより、各パワー
半導体デバイスの詳細特性解析にとどまらず、PCB基板
実装レイアウトでの伝熱や磁界の影響、バスバーやヒート
シンク等の効果、フレームの構造解析などを実際の物理
的形状を踏まえた3次元で総合的に解析することができま
す。 このシミュレーションによって、現実的な真の検証をす
ることができます。

・ AC/DCモジュール
（低周波の電場・磁場・電磁場解析）
・ 半導体モジュール
（基礎研究における半導体装置の詳細解析）
・ 伝熱モジュール
（共役伝熱、輻射の考慮、熱流体解析）
・ 構造力学モジュール
（バー/シェル/膜・要素、接触解析、座屈、大変形）
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まずは、お気軽にご相談ください。
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